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Um optimale Ergebnisse bei der Ver-
arbeitung unseres fotobeschichteten
Basismaterials zu erzielen, beachten
Sie bitte die folgenden Hinweise.
Arbeitsmittel
Als Beleuchtung im Arbeitsraum emp-
fiehlt sich Gelblicht oder gedämpftes
Tageslicht. Weiter benötigen Sie ein
Belichtungsgerät, eine Entwickler-
schale und eine Ätzmaschine. Die
Filmvorlage sollte kontrastreich und
gut deckend sein.
An Arbeitsmitteln stellen Sie bitte 1 Li-
ter Wasser (ca. 20 “C), 1 Beutel BEL
Spezialentwickler (NaOH-frei), Was-
ser zum Spülen und Papiertücher zum
Trocknen der Platte bereit.
Setzen Sie den Entwickler wie folgt an:
Einen Beutel Spezialentwickler lösen
Sie in einem Liter Wasser (ca. 20 “C)
unter Rühren vollständig auf. Die fri-
sche Entwicklerlösung können Sie in
einem geschlossenen, ausreichend
gekennzeichneten Gefäß bevorraten.
Ein Liter Entwickler ist ausreichend für
ca. 0,5 m2 Basismaterial.
Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit bitte
die Hinweise auf Seite 2.
Belichten
Die Belichtungsdauer hängt von der
emittierten Wellenlänge, Anzahl und
Leistung der verwendeten Lichtquel-
len und deren Abstand zur Platte ab.
Sie beträgt bei Verwendung unseres
Belichtungsgerätes HELLAS oder ei-
ner Hg-Hochdrucklampe (2 kW, Ab-

stand 1 m) ca. 90 Sekunden. Der Foto-
resist hat seine maximale spektrale
Empfindlichkeit bei ca. 400 nm. Für die
vollständige Belichtung werden etwa
1,5 mJ/cm’ benötigt.
Die belichteten Partien der Platte zei-
gen einen Farbumsch!ag  von Gelb-
grün nach Blaugrün. Überbelichtung
ist bei gutem Filmmaterial unkritisch.
Unterbelichtung erschwert oder ver-
hindert hingegen ein einwandfreies
Entwickeln der Platte.
Die optimale Belichtungszeit können
Sie wie folgt ermitteln: Entfernen Sie
einen schmalen Streifen der Schutzfo-
lie von der Platte. Legen Sie die Vor-
lage auf und belichten Sie die Platte
z.B. 20 Sekunden lang. Entfernen Sie
einen weiteren Streifen Folie und wie-
derholen Sie den Vorgang n mal. Auf
diese Weise erhalten Sie eine Platine,
deren letzte Stufe 20 Sekunden, deren
erste Stufe jedoch n x 20 Sekunden
belichtet wurde.
Läßt sich nun z.B. die 5. Stufe in weni-
ger als 1 Minute einwandfrei ausent-
wickeln, so beträgt die minimale Be-
lichtunaszeit auf Ihrem Gerät 5 x 20 =
100 Sekunden. Einen Sicherheits-
spielraum von 20 Sekunden hinzuge-
rechnet, ergibt das ein Optimum bei
120 Sekunden.
Sollten Sie eine Vorlage aus Transpa-
rentpapier benutzen, so ist die oben
geschilderte Stufenbelichtung mit auf-
gelegter Vorlage in jedem Fall ange-
bracht, da dieses Papier das Licht je
nach Ausführung unterschiedlich
stark absorbiert.
Entwickeln
Füllen Sie die saubere Schale zu ei-
nem Viertel mit frischem Entwickler.
Lassen sie die belichtete Platte in die
Schale gleiten.
Achten Sie bei doppelseitigen Platten
darauf, daß diese auf der Unterseite
gleichmäßig benetzt und nicht durch
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sauren Ätzmedien resistent. Auch al-
kalisches Ätzen ist möglich, sofern ein
ph-Wert von 9.5 nicht überschritten
undArbeitsanleitung die Platte zuvor nicht mehr dem
ungedämpften Tageslicht ausgesetzt

Schmutzpartikel mechanisch beschä-
digt werden.
Sofort nach dem Eintauchen in den
Entwickler zeigt sich ein deutlicher
Kontrast von belichteten und unbe-
lichteten Partien der Platte.
Unterstützen Sie den Entwicklungs-
vorgang, indem Sie die Platte in der
Schale leicht auf und ab bewegen.
Bitte reiben Sie nicht mit irgendwel-
chen Hilfsmitteln über die Platte, da
dies zu Beschädigungen führen
könnte.
Wenn sich kein Resist mehrablöst und
die Kupferflächen metallisch blank er-
scheinen, ist die Platte fertig entwik-
kelt. Dies dauert ca. 45 Sekunden.
Die unbelichtete Fotoschicht ist gegen
die Entwicklerlösung mehr als 5 Minu-
ten beständig. Die Gefahr einer Be-
schädigung durch zu langes Entwik-
keln ist also minimal.
Natürlich beziehen sich die oben ge-
nannten Zeitangaben auf die korrekte
Verwendung unseres NaOH-freien
Spezialentwicklers.
Nach dem Entwickeln spülen Sie die
Platte bitte gründlich unter fließen-
dem, kalten Wasser.
Die Entwicklerlösung verliert mit der
Zeit und fortschreitender Sättigung
ihre Wirkung. Verbrauchte Lösung
verlangsamt den Entwicklungsvor-
gang erheblich und sollte durch fri-
sche Lösung ersetzt werden. Bereits
benutzter Entwickler soll nicht zu fri-
scher Lösung zurückgegossen wer-
den.

Das Auflösungsvermögen der Foto-
schicht liegt im Bereich weniger Mi-
krometer. Bei einer Kupferauflage von
35 Pm kann jedoch aufgrund der un-
vermeidlichen Unterätzung eine
Strukturbreite von ca. 60 Pm kaum un-
terschritten werden.
Besonderen Einfluß auf das Ätzergeb-
nis haben natürlich das Ätzmittel und
die Art der Ätzmaschine, so daß hierzu
auf die Anleitung des Maschinenher-
stellers verwiesen werden muß. Nach
dem Atzen sollten Sie die Platten
gründlich spülen und mit Papiertü-
chern oder Druckluft trocknen.
Strippen
Nach dem Ätzen kann die Fotoschicht
auf dem Kupfer verbleiben. Sie ist Iöt-
bar. Wollen Sie die Platte aber z.B.
chemisch verzinnen oder später mit
einem Schutzlack versehen, so muß
der Fotolack entfernt werden. Dazu
können unser Fotoresistentferner,
Aceton oder Spiritus verwendet wer-
den. Eine weitere Möglichkeit ist, die
Platte erneut ganz zu belichten und zu

entwickeln.
Sicherheit
Tragen Sie beim Umgang mit Entwick-
ler und Entwicklerlösung bitte Gum-
mihandschuhe.
Unser Spezialentwickler für fotobe-
schichtetes Basismaterial ist NaOH-
frei und lieat in Form eines 
linen weiß& Pulvers vor. Er ist nicht
hygroskopisch, aber alkalisch und da-
herätzend.
Sie erhalten ihn in versiegelten Beuteln
mit Aufreißkerbe. Lösen Sie deren
ganzen Inhalt bitte in je 1 Liter Wasser.
Die fertig angesetzte Lösung hat einen
Alkali-Gehalt von ca. 1%. Sie kann in
einem verschlossenen, deutlich ge-
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kennzeichneten Behälter aufbewahrt
werden.
Vermeiden Sie den Kontakt der Che-
mikalien mit Haut, Augen und Schleim-
häuten. Verschmutzte Kleidung soll-
ten Sie sofort wechseln. Bewahren Sie
die Chemikalien außerhalb der Reich-
weite von Kindern auf. Bei Verschluk-
ken von Entwicklerlösung trinken Sie
sofort viel Wasser und konsultieren
Sie einen Arzt unter Hinweis auf 1 %ige
Lauge eines Erdalkalimetalls.
Sicherheitshinweise zum Umgang mit
Atzmittel erfragen Sie bitte beim zu-
ständigen Lieferanten.
Auf Anfrage senden wir Ihnen Sicher-
heitsdatenblätter zu allen von uns ver-
triebenen Produkten.
Entsorgung
Nach geltendem Recht ist es in NRW
gestattet, kleine Mengen verbrauchter
Entwicklerlösung durch Einleitung in
die öffentliche Kanalisation zu beseiti-
gen, insofern deren ph-Wert 8,5 nicht
überschreitet. Dem ist durch Verdün-
nen mit viel Wasser oder Neutralisa-
tion Rechnung zu tragen. Der ph-Wert
frischer Lösung liegt bei ca. 13.
Die Entsorgungsrichtlinien sind Iän-
derspezifisch. Erfragen Sie daher die
in Ihrem Bundesland gültige Rechts-
lage bei der zuständigen Abwasserbe-
hörde.
Fehlerursachen
Belichtung
Zu kurze Belichtungsdauer führt dazu,
daß die Fotoschicht nicht vollständig

ausentwickelt werden kann. Man er-
kennt dies an einem rötlich-braunen
Farbumschlag der belichteten Bild-
partien im Entwickler, die sich dann
auch nur sehr schwer entfernen las-
sen.
Bei zu langer Belichtung und schlecht
deckenden. Vorlagen erkennt man
nach dem Atzen Unterbrechungen der
Leiterbahnen oder den Verlust feiner
Linien.
Ein kompletter Bildverlust kann ent-
stehen, wenn die Platte nicht Schicht
auf Schicht mit der Vorlage belichtet
wurde oder der Kontakt Film-Platte
nicht ausreichend war.
Entwickeln
Entscheidenden Einfluß haben hierbei
die richtige Konzentration und die
Temperatur des Entwicklers.
Zu niedrige Temperatur, zu geringe
Konzentration und verbrauchter Ent-
wickler behindern den Vorgang, so
daß Restschleier von Fotoschicht auf
dem Kupfer haften bleiben und in der
Regel das Atzergebnis verschlechtern.
Bei zu hoher Temperatur bzw. Kon-
zentration des Entwicklers droht die
Beschädigung auch der unbelichteten
Partien der Fotoschicht. Als Folge tre-
ten Unterbrechungen und Löcher in
den Leiterbahnen auf.
Ein schlechtes Ergebnis erhalten Sie
auch, wenn doppelseitige Platten
nicht von beiden Seiten aleichmäßia
entwickelt wurden oder wenn Luftbla-
sen zwischen der Unterseite der Platte
und der Schale eingeschlossen wa-
ren.
Ätzen
Beim Ätzen mit sauren Ätzmedien auf-
tretende Fehler sind meist schon in
den vorausgegangenen Arbeitsschrit-
ten entstanden. So ist ein rautenförmi-
ges Muster von Restkupfer auf den
Freiflächen der Platte z.B. ein Indiz für
zu kurze Belichtung / Entwicklung. Für
weitere Details zur Ätztechnik befra-
gen Sie bitte den Hersteller ihrer Ätz-
maschine.

Technische Änderung vorbehalten.
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Der Begriff ORIGINAL BUNGARD
steht für höchste Qualität und Verar-
beitungssicherheit bei fotobeschichte-
tem Basismaterial. Dieses ausgereifte
Produkt garantiert wie kaum ein an-
deres eine schnelle, flexible und vor
allem fehlerfreie Fertigung Ihrer Klein-
serien und Prolotypen. Dieser beson-
dere Qualitätsanspruch läßt sich an fol-
genden Fakten messen.
Basismaterial
Wir verwenden nur Basismaterial er-
ster Wahl, geprüft bzw. freigegeben
nach UL, NEMA, MIL, DIN, IEC u. A.
Erhältlich sind die Qualitäten FR2,
FR3, CEM1 , FR4 sowie PTFE in Tafel-
stärken von 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 oder
2.5 mm mit ein- oder zweiseitiger Kup-
ferauflage von 18, 35 oder 70 um.
Die maximale Tafelgröße belrägt ca.
510 x 1150 mm. Unser Zuschnitt-
service umfaßt alle Standardformate
und Sonderabmessungen bis min. 50 x
50 mm mit einer Maßhaltigkeit von f
0.1 mm.

Fotoschicht
Wir verwenden einen besonders hoch-
wertigen Positiv-Flüssigresist eigener
Rezeptur. Er zeichnet sich durch hohe
Kontraststeilheit,  kurze Prozeßzeiten
und große Verarbeitungsspielräume
aus.
Die Schichtdicke beträgt 5 µm. Der
Lackauftrag ist gleichmäßig und staub-
frei.
Das Maximum der spektralen Empfind-
lichkeit liegt im Bereich von 350-
450 nm. Das optische Auflösungsver-
mögen des Resists ist besser als
30 um.
Die Belichtungszeit beträgt weniger als
90 Sekunden, bezogen auf unser Be-
lichtungsgerät HELLAS. Dies ent-
spricht rechnerisch einem Licht-
energiebedarf von etwa 50 mJ / cm*.
Der Resist ist mehrfach belichtbar.
Bezogen auf unseren Spezialentwick-
ler beträgt die Entwicklungszeit bei
20 ‘C ca. 45 Sekunden. Der Resist
übersteht im Entwickler eine Verweil-
dauer von mindestens 5 Minuten ohne
jede Beschädigung. Er ist besländig
gegen alle sauren Atz- und Galvanobä-
der sowie gegen alkalische Ätzmedien
mit einem ph-Wert unter 9.5.
Die Platten sind mit einer Schutzfolie
aus blau eingefärbtem, selbstkleben-
den Spezialpapier gegen ungewollte
Belichtung und mechanische Beschä-
digung geschützt. Ausbrüche der Foto-
schicht an den Schnittkanten der Platte
(Flitterbildung) treten nicht auf.
Jede Platte unterliegt vor, während und
nach der Beschichtung strengsten op-
tischen und physikalisch-chemischen
Kontrollen.
Wir garantieren eine Lagerfähigkeit
von mehr als 1 Jahr unter normalen
Raumbedingungen.
Technische Änderungen vorbehalten
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